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   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：日月鴻科技股份有限公司 (股票代號：3620)
	輔導推薦證券商
	群益證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司介紹
本公司於民國九十五年六月設立於桃園縣，所營業務主要為記憶體積體電路之封裝測試等加工及銷售。
歷史沿革
時　間

概　　　　　　　　況

95.06

．日月鴻科技股份有限公司正式成立，登記資本額與實收資本額均為新台幣8仟萬元。

95.11

．日月鴻科技通過帳冊保稅工廠。

95.12

．開始正式量產，產生營收。

．現金增資普通股壹億伍仟貳佰萬股，每股面額新台幣10元。增資後實收資本額達新台幣16億元。

96.01

．取得ISO9000認證。

96.07

．取得ISO14000/18000認證。

96.08

．完成Window BGA產品開發。

96.10

．月營業額突破美金1,000萬元。

96.12

．現金增資普通股120,000仟股，每股面額新台幣10元，新股發行價格為每股新台幣13.5元。增資後實收資本額達新台幣28億元。

97.01

．股票公開發行。

97.12

．資本額增資為新台幣2,919,823仟元。

98.09

．資本額增資為新台幣4,056,627仟元。

核心文化
· 時時改進，處處創新
· 腳踏實地，事事求實
· 顧客導向，服務導向
· 勇於任事，賞罰公正
未來展望
本公司配合目前記憶體客戶整合趨勢，朝向“整合性記憶體封測”快速邁進，以提供客戶完整memory solution，另結合高階封裝技術與管理能力，使本公司有機會進一步擴大競爭優勢，亦將持續秉持為股東創造高報酬之義務與責任，面對挑戰，勇往直前。



                                                                          

	主要業務項目：

主要係從事記憶體積體電路之封裝、加工、測試及銷售。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

從台灣半導體產業來看，其重要特性在於具備完整的專業分工體系。DDRII，記憶體封裝測試為末端製程，
與製造業同樣具有資本密集、技術密集之特性。由於半導體產業投資金額相當高，同時上、下游的動作均會影響有關產業，因此已朝策略結盟及上、下游整合趨勢發展。

針對產業分工說明如下：

A. IC設計

IC設計產業所需資金較低，且台灣教育水準高，擁有足夠的設計人才，加上國內3C產業發達，
使IC設計產業發展迅速。
B. IC製造

IC製造業屬資本及技術密集之行業，進入障礙高，並需要不斷更新製程來維持競爭力，使研發及
維護成本相對較高。且IC 製造也多向上發展相關晶片設計能力，一般來說為整個產業鏈中的主
導者。

C. 封裝測試

封裝測試（Packaging and Test）屬於半導體產業鏈中的後段製程。IC封裝（Packaging）係指在晶
圓製造完成後，用塑膠或陶瓷等材料將晶片封包在其中，以達到保護晶片並作為晶片與系統間訊
號傳遞的介面；IC測試（Test）是利用測試程式來控制一組非常精密且複雜的電子線路，使之可
以模擬IC各種可能之使用環境及方法，將IC置於此模擬環境中，檢視其工作狀態是否能在規格
範圍內，以確保產品品質的穩定性。影響獲利因素主要為代工費及設備稼動率高低，更由於設備
投資金額愈來愈大，必須與上游廠商保持密切關係。

	產品名稱
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	封裝服務
	指在晶圓製造完成後，用塑膠或陶瓷等材料將晶片封包在其中，以達到保護晶片並作為晶片與系統間訊號傳遞的介面。
	1,474,270
	70.15

	測試服務
	指利用測試程式來控制一組非常精密且複雜的電子線路，使之可以模擬IC各種可能之使用環境及方法，將IC置於此模擬環境中，檢視其工作狀態是否能在規格範圍內，以確保產品品質的穩定性。
	627,415
	29.85

	合     計
	2,101,685
	100.00


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年截
至5月份止

	營業收入
	
	28,595
	3,401,780
	4,724,967
	2,101,685
	1,228,959

	營業毛利
	
	7,421
	1,468,704
	1,816,261
	506,649
	469,810

	毛利率(%)
	
	25.95
	43.17
	38.44
	24.11
	38.23

	營業外收入
	
	34,780
	35,504
	36,902
	9,898
	5,670

	營業外支出
	
	26,823
	62,756
	46,750
	12,760
	6,843

	稅前損益
	
	(27,812)
	1,285,311
	1,582,615
	374,695
	381,498

	稅後損益
	
	(4,015)
	1,299,872
	1,415,882
	208,367
	347,669

	每股盈餘（元）
	
	(0.21)
	7.61
	4.85
	0.51
	0.86

	股利發放
	現金股利(元)
	
	-
	3.396
	0.433
	
	

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	
	-
	-
	-
	
	

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	
	-
	0.37
	3.893
	
	


	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年

	流動資產
	-
	1,363,506
	1,811,175
	1,607,222
	2,433,478

	基金及長期投資
	-
	-
	-
	-
	-

	固定資產
	-
	1,128,557
	4,280,789
	3,938,950
	2,795,415

	無形資產
	-
	9,132
	15,642
	14,887
	8,057

	其他資產
	-
	9,905
	116,421
	184,381
	68,899

	資產總額
	-
	2,511,100
	6,224,027
	5,745,440
	5,305,849

	流動
負債
	分 配 前
	-
	905,558
	936,086
	560,108
	274,893

	
	分 配 後
	-
	905,558
	1,975,080
	686,437
	274,893

	長期負債
	-
	-
	754,545
	272,725
	-

	其他負債
	-
	9,557
	24,994
	38,477
	66,736

	負債
總額
	分 配 前
	-
	915,115
	1,715,625
	871,310
	341,629

	
	分 配 後
	-
	915,115
	2,754,619
	997,639
	341,629

	股本
	-
	1,600,000
	2,800,000
	2,919,823
	4,056,627

	資本公積
	-
	-
	420,000
	420,000
	420,000

	保留
盈餘
	分 配 前
	-
	(4,015)
	1,295,857
	1,552,923
	498,157

	
	分 配 後
	-
	(4,015)
	137,041
	289,790
	498,157

	長期股權投資
未實現跌價損失
	-
	-
	-
	-
	-

	累積換算調整數
	-
	-
	-
	-
	-

	未認列為退休金成本之淨損失
	-
	-
	(7,455)
	(18,616)
	(10,564)

	股東權益總額
	分 配 前
	-
	1,595,985
	4,508,402
	4,874,130
	4,964,220

	
	分 配 後
	-
	1,595,985
	3,469,408
	4,747,801
	4,964,220


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	96年
	97年
	98年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	43.17
	38.44
	24.11

	
	流動比率(%)
	193.48
	286.95
	885.25

	
	應收帳款天數(天)
	59
	88
	181

	
	存貨週轉天數(天)
	18
	13
	14

	
	負債比率(%)
	27.56
	15.17
	6.44


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image6.png]
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